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——综述篇——第1章：半导体电镀铜行业综述及数据来源说明1.1 半导体电镀铜行业界定1.1.1
镀铜界定&分类1、镀铜界定2、镀铜分类1.1.2 半导体电镀铜的概念&定义1.1.3
半导体电镀铜的术语&辨析1、半导体电镀铜专业术语说明2、铜电镀VS银浆丝网印刷1.2
半导体电镀铜行业分类1.2.1 半导体电镀铜主要分类方式及参考依据1.2.2
半导体电镀铜主要产品&服务分类1.2.3 半导体电镀铜主要场景&需求分类1.3
国家统计标准中半导体电镀铜行业归属1.4 本报告研究范围界定说明1.5
半导体电镀铜行业监管规范体系1.5.1 半导体电镀铜行业监管体系及机构职能1.5.2
半导体电镀铜行业标准体系及建设进程1.6 本报告数据来源及统计标准说明1.6.1
本报告quanwei数据来源1.6.2 本报告研究方法及统计标准说明——现状篇——第2章：全球半导体电镀铜
行业发展现状及市场趋势洞察2.1 全球半导体电镀铜行业技术进展2.2 全球半导体电镀铜行业发展历程2.3
全球半导体电镀铜行业市场发展现状及竞争格局2.3.1 全球半导体电镀铜行业兼并重组状况2.3.2
全球半导体电镀铜行业市场竞争格局2.3.3 全球半导体电镀铜行业细分市场分析2.4
全球半导体电镀铜行业市场规模体量及前景预判2.4.1 全球半导体电镀铜行业市场规模体量2.4.2
全球半导体电镀铜行业市场前景预测2.4.3 全球半导体电镀铜行业发展趋势预判2.5
全球半导体电镀铜行业区域发展及重点区域研究2.5.1 全球半导体电镀铜行业区域发展格局1、全球半导体
电镀铜行业专利技术区域申请2、全球半导体电镀铜行业TOP企业区域分布2.5.2
全球半导体电镀铜重点区域市场分析1、美国2、日本3、德国2.6 全球半导体电镀铜行业发展经验总结和
有益借鉴第3章：中国半导体电镀铜行业发展现状及市场痛点解析3.1
中国半导体电镀铜行业技术进展研究3.1.1 半导体电镀铜技术路线&生产工艺改进1、半导体电镀铜生产工
艺&技术路线流程2、半导体电镀铜生产工艺&技术路线改进3.1.2 半导体电镀铜行业科研力度3.1.3
半导体电镀铜行业科技成果转化3.1.4 半导体电镀铜行业关键技术&最新进展3.2
中国半导体电镀铜行业发展历程分析3.3 中国半导体电镀铜行业市场特性解析3.4



中国半导体电镀铜行业市场主体分析3.4.1 中国半导体电镀铜行业市场主体类型3.4.2
中国半导体电镀铜行业企业入场方式3.4.3 中国半导体电镀铜行业市场主体数量3.5
中国半导体电镀铜行业招投标市场解读3.5.1 中国半导体电镀铜行业招投标信息汇总3.5.2
中国半导体电镀铜行业招投标信息解读3.6
中国半导体电镀铜行业产业化发展状况3.6.1中国半导体电镀铜行业市场供给水平3.6.2
中国半导体电镀铜行业市场需求状况3.7 中国半导体电镀铜行业市场规模体量3.8
中国半导体电镀铜行业市场发展痛点第4章：中国半导体电镀铜行业市场竞争及投资并购状况4.1
中国半导体电镀铜行业市场竞争布局状况4.1.1 中国半导体电镀铜行业竞争者入场进程4.1.2
中国半导体电镀铜行业竞争者省市分布热力图4.1.3 中国半导体电镀铜行业竞争者战略布局状况1、广州三
孚新材料科技股份有限公司2、盛美半导体设备（上海）股份有限公司3、江西海源复合材料科技股份有
限公司4、合肥芯碁微电子装备股份有限公司5、昆山东威科技股份有限公司6、通威股份有限公司7、隆
基绿能科技股份有限公司8、上海爱旭新能源股份有限公司9、苏州迈为科技股份有限公司10、罗博特科
智能科技股份有限公司4.2 中国半导体电镀铜行业市场竞争格局分析4.3
中国半导体电镀铜行业波特五力模型分析4.3.1 中国半导体电镀铜行业供应商的议价能力4.3.2
中国半导体电镀铜行业消费者的议价能力4.3.3 中国半导体电镀铜行业新进入者威胁4.3.4
中国半导体电镀铜行业替代品威胁4.3.5 中国半导体电镀铜行业现有企业竞争4.3.6
中国半导体电镀铜行业竞争状态总结4.4 中国半导体电镀铜行业投融资&并购重组&上市情况4.4.1 中国半
导体电镀铜行业投融资状况1、中国半导体电镀铜行业投融资概述（1）半导体电镀铜行业资金来源（2）
半导体电镀铜行业投融资主体构成2、中国半导体电镀铜行业投融资事件汇总3、中国半导体电镀铜行业
投融资解析（热门领域/融资轮次/对外投资等）4、中国半导体电镀铜行业投融资趋势预测4.4.2 中国半导
体电镀铜行业兼并与重组状况1、中国半导体电镀铜行业兼并与重组事件汇总2、中国半导体电镀铜行业
兼并与重组类型及动因3、中国半导体电镀铜行业兼并与重组案例分析4、中国半导体电镀铜行业兼并与
重组趋势预判第5章：中国半导体电镀铜产业链全景图及上游产业配套5.1
中国半导体电镀铜产业链——产业结构属性分析5.1.1 半导体电镀铜产业链结构梳理5.1.2
半导体电镀铜产业链生态图谱5.1.3 半导体电镀铜产业链区域热力图5.2
中国半导体电镀铜价值链——产业价值属性分析5.2.1 半导体电镀铜行业成本投入结构5.2.2
半导体电镀铜行业价格传导机制5.2.3 半导体电镀铜行业价值链分析图5.3
中国铜冶炼及铜加工市场分析5.3.1 铜冶炼及铜加工概述5.3.2
铜冶炼及铜加工市场发展现状1、供给状况2、需求状况3、市场行情走势5.3.3
铜冶炼及铜加工发展趋势前景5.4 中国半导体电镀铜添加剂市场分析5.4.1 半导体电镀铜添加剂概述5.4.2
半导体电镀铜添加剂市场发展现状5.4.3 半导体电镀铜添加剂发展趋势前景5.5
中国半导体电镀污水处理市场分析5.5.1 半导体电镀污水处理概述5.5.2
半导体电镀污水处理市场发展现状5.5.3 半导体电镀污水处理发展趋势前景5.6
配套产业布局对半导体电镀铜行业的影响总结第6章：中国半导体电镀铜行业细分产品&服务市场分析6.1
中国半导体电镀铜行业细分市场发展现状6.1.1 中国半导体电镀铜行业细分市场概述6.1.2
中国半导体电镀铜行业细分市场结构6.2 中国半导体电镀铜细分市场分析：半导体电镀设备6.2.1
半导体电镀设备概述6.2.2 半导体电镀设备市场发展现状1、市场规模2、竞争格局6.2.3
半导体电镀设备发展趋势前景6.3 中国半导体电镀铜细分市场分析：铜电镀液6.3.1 铜电镀液概述6.3.2
铜电镀液市场发展现状1、市场规模2、竞争格局6.3.3 铜电镀液发展趋势前景6.4
中国半导体电镀铜细分市场分析：电镀铜图形化工艺6.4.1 电镀铜图形化工艺概述6.4.2
电镀铜图形化工艺市场发展现状6.4.3 电镀铜图形化工艺发展趋势前景6.5
中国半导体电镀铜细分市场分析：电镀铜金属化工艺6.5.1 电镀铜金属化工艺概述6.5.2
电镀铜金属化工艺市场发展现状6.5.3 电镀铜金属化工艺发展趋势前景6.6
中国半导体电镀铜行业细分市场战略地位分析第7章：中国半导体电镀铜行业细分应用&需求市场分析7.1
中国半导体电镀铜应用场景&应用行业领域分布7.1.1
中国半导体电镀铜应用场景分布（使用&需求场景）7.1.2
中国半导体电镀铜应用领域分布（终端用户&行业）7.2
中国印制电路板（PCB）制造领域电镀铜应用分析7.2.1 印制电路板（PCB）制造发展现状及趋势前景1、
印制电路板（PCB）制造市场发展现状（1）印制电路板（PCB）定义及分类（2）中国印制电路板（PCB
）主要生产企业供需情况3、中国印制电路板（PCB）制造行业产值规模分析（1）中国大陆产值规模（2
）中国台湾产值规模2、印制电路板（PCB）制造细分市场分析（1）刚性单双层板（2）标准多层板（3



）HDI板（4）挠性板（5）IC载板3、印制电路板（PCB）制造市场发展趋势7.2.2
印制电路板（PCB）制造领域电镀铜市场现状1、 PCB全板镀铜3、PCB微孔制作镀铜7.2.3
印制电路板（PCB）制造领域电镀铜市场潜力7.3 中国光伏电池制造领域电镀铜应用市场分析7.3.1 光伏电
池制造发展现状及趋势前景1、光伏电池制造市场发展现状（1）光伏电池的定义（2）中国重点光伏电池
企业TOPCon电池布局情况（3）中国光伏电池产业市占率2、光伏电池制造市场发展趋势（1）未来电池
技术发展的驱动力是降本增效（2）大尺寸电池技术是光伏行业未来发展方向（3）下一代光伏技术路线
的主要发展方向7.3.2 光伏电池制造领域电镀铜应用市场现状7.3.3
光伏电池制造领域电镀铜应用市场潜力7.4中国LED领域电镀铜应用市场分析7.41 LED发展现状及趋势前
景（1）LED定义（2）中国LED行业市场特征（3）中国LED行业技术水平及特点（4）中国LED行业市场
规模2、LED市场发展趋势7.4.2 LED领域电镀铜应用市场现状7.5 中国半导体电镀铜行业细分应用市场战略
地位分析第8章：全球及中国半导体电镀铜市场企业布局案例剖析8.1
中国半导体电镀铜企业布局梳理与对比8.2 中国半导体电镀铜企业布局分析8.2.1 广州三孚新材料科技股份
有限公司1、企业基本信息及股权结构（1）企业基本信息（2）企业股权结构2、企业业务架构及经营情
况（1）企业整体业务架构（2）企业整体经营情况3、企业半导体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导
体电镀铜产品类型（2）企业半导体电镀铜业务生产端布局状况4、企业半导体电镀铜业务布局的新动向
（1）企业半导体电镀铜业务科研投入及创新成果追踪（2）企业半导体电镀铜业务相关战略布局动态追
踪5、企业半导体电镀铜业务布局的优劣势8.2.2 盛美半导体设备（上海）股份有限公司1、企业基本信息
及股权结构（1）企业基本信息（2）企业股权结构2、企业业务架构及经营情况（1）企业整体业务架构
（2）企业整体经营情况3、企业半导体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导体电镀铜产品类型（2）企
业半导体电镀铜业务生产端布局状况（3）企业半导体电镀铜业务销售及应用领域4、企业半导体电镀铜
业务布局的新动向（1）企业半导体电镀铜业务科研投入及创新成果追踪（2）企业半导体电镀铜业务相
关战略布局动态追踪5、企业半导体电镀铜业务布局的优劣势8.2.3 江西海源复合材料科技股份有限公司1
、企业基本信息及股权结构（1）企业基本信息（3）企业股权结构2、企业业务架构及经营情况（1）企
业整体业务架构（2）企业整体经营情况3、企业半导体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导体电镀铜
产品类型（2）企业半导体电镀铜业务生产端布局状况（3）企业半导体电镀铜业务销售及应用领域4、企
业半导体电镀铜业务布局的新动向（1）企业半导体电镀铜业务科研投入及创新成果追踪（2）企业半导
体电镀铜业务相关战略布局动态追踪5、企业半导体电镀铜业务布局的优劣势8.2.4 合肥芯碁微电子装备股
份有限公司1、企业基本信息及股权结构（1）企业基本信息（2）企业股权结构2、企业业务架构及经营
情况（2）企业整体经营情况3、企业半导体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导体电镀铜产品类型（2
）企业半导体电镀铜业务销售及应用领域4、企业半导体电镀铜业务布局的新动向（1）企业半导体电镀
铜业务科研投入及创新成果追踪（2）企业半导体电镀铜业务相关战略布局动态追踪5、企业半导体电镀
铜业务布局的优劣势8.2.5 昆山东威科技股份有限公司1、企业基本信息及股权结构（1）企业基本信息（2
）企业股权结构2、企业业务架构及经营情况（1）企业整体业务架构（2）企业整体经营情况3、企业半
导体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导体电镀铜产品类型（2）企业半导体电镀铜业务生产端布局
状况（3）企业半导体电镀铜业务销售及应用领域4、企业半导体电镀铜业务布局的新动向（1）企业半导
体电镀铜业务科研投入及创新成果追踪（2）企业半导体电镀铜业务相关战略布局动态追踪5、企业半导
体电镀铜业务布局的优劣势8.2.6 通威股份有限公司1、企业基本信息及股权结构（1）企业基本信息（2）
企业股权结构2、企业业务架构及经营情况（1）企业整体业务架构（2）企业整体经营情况3、企业半导
体电镀铜业务的布局&发展（1）企业半导体电镀铜产品类型（2）企业半导体电镀铜业务销售及应用领
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